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Diese Trends spiegelt die 8. Ausgabe der
Roadmap der OE-A (Organic and Printed
Elec tronics Associa tion), einer Arbeitsge -
mein schaft im VDMA, wider. Or ga nische
und gedruckte Elektronik er öffnet dem-
nach stetig neue Einsatzgebiete. Vom In-
ternet der Dinge (IoT) über Unterhal -
tungs elek tronik, das Gesund heits wesen,
der Auto mo bil industrie, Ver packungen
bis hin zu Gebäuden – ge druckte Elektro-
nik kommt in zahlreichen Pro dukten und
Branchen zum Ein satz. Beschränkte sich
der Einsatz gedruckter Elek tro nik in der
Autobranche vor weni gen Jahren noch
auf Sitz bele gungs sensoren und OLED-
Rücklichter, fin det die Technologie nun
immer mehr Anwen dungen etwa in Form
von Touch-Sensoren oder Heiz folien. 
Die Reife gedruckter Elek tronik wird im
White Paper ‹OE-A Road map for Organic
and Prin ted Elec tronics› dokumentiert.
Hier haben die Experten der OE-A neben
den neuen Entwicklun gen auch detaillier-
te Vorhersagen für die genannten Indus -
triesekto ren erarbeitet. 

«Wir sehen einen Trend vom
Technology Push früherer
Jahre zu einem Market Pull
heute», sagt Dr. Klaus
Hecker, OE-A-Geschäftsführer. 

Gedruckte Elektronik ist eine Ergänzung
zur klassi schen Elektronik, die neue An-
wendungen ermöglicht und zusätzliche
technische Freiheit bietet. Eine zusätzliche

Weiter ent wicklung sind Hybridsys teme,
die gedruckte und klassische siliziumba-
sierte Komponenten kombinie ren. Diese
Kombination kann im Internet of Things,
für Smart Labels oder im Gesundheits -
wesen eingesetzt werden. «Produkte, die
beide Technologien vereinen, werden da-
zu beitra gen, dass sich gedruckte Elektro-
nik auf dem Markt etabliert und neue An-
wendungen entste hen», so Hecker. 
Darüber hinaus zeigt das White Paper
auch Herausforderungen auf, die noch zu
überwinden sind, um in weiteren Anwen-
dungsfeldern den Durchbruch zu schaf-
fen. «Bei den Funktionsmaterialien sind in
den letzten Jahren grosse Fortschritte er-
zielt worden. In Zukunft kommt gedruck-
te Elektronik aber auch verstärkt auf drei-
dimensionalen Oberflächen, wie auch in
Kleidungsstücken oder als intelligentes
Pflaster auf der Haut zum Einsatz. Das be-
deutet, das Materialien, Substrate und
Verkapse lun gen dehnbar sein müs sen.
Hier besteht noch Ent wicklungsbedarf»,
erklärt Hecker. Um die Massentauglich-
keit zu steigern, seien jedoch Optimierun-
gen bei der Skalierung der Fertigungspro-
zesse, Ausbeute, und Standardisierung
nötig. Die OE-A-Roadmap ist dabei ein
wichtiger Kompass für Industrie, Politik
und Wissenschaft bei der Entwicklungs-
und Produktplanung. Das OE-A Roadmap
White Paper ist ab sofort auf der OE-A-
Webseite verfügbar.

PRINTED ELECTRONICS

IM ALLTAG ANGEKOMMEN

Organische und gedruckte Elektronik hat sich inzwi schen zu einem Markt
von mehr als 35Mrd. $ entwickelt. Spielen derzeit OLED-Displays die grösste
Rolle, wird ein starkes Wachstum in der Medizin, bei Wearable Electro nics,
Sen soren, NFC/RFID so wie im Automobilbau erwartet.

Foto: Lopec 2019.

IGEPA PACKAGING 
Kooperation mit
Pacproject 

Seit Mai kooperiert die
Igepa group im Bereich Pa -
ckaging mit der interna -
tio nal agieren den Verpa -
ckungsagentur Pacproject
aus Hamburg. Die Zu sam -
menarbeit um fasst den
gegenseitigen Wissens -
trans fer in den Bereichen
Verpackungs entwicklung,
Prozessopti mierung sowie
im strate gischen Umfeld,
um eine schnellere Reak -
tionsge schwindigkeit und
die pas senden Lösungen
für Kun den beider Unter -
nehmungen anzubieten.
Im Vordergrund steht da -
bei der Wunsch, auf neue
Trends schneller und wir -
kungsvoller reagieren und
regionale und überregio -
nale Projekte gemeinsam
und effizienter umsetzen
zu können.
Pacproject ist eine interna -
tionale Packaging-Agen -
tur, die ganzheitliche Ver -
packungskonzepte und
-lösungen in vier Be rei -
chen anbietet: Strate gie,
Design, Consulting und
Realisation. Igepamöch te
zukünftig Leistun gen der
Pacproject nutzen, um
noch mehr als bisher als
Anbieter innovativer Lö -
sungen im Verpa ckungs -
bereich verstanden zu
wer den. Dabei steht Pac -
pro ject bei gemeinsa men
Projekten mit Igepa im
direkten Austausch mit
den gemeinsamen Kun -
den. Pacproject profi tiert
vom Produkt-Know-how
der Igepa group und der
umfassenden und star ken
Durchdringung im Markt. 
> www.igepagroup.com
> www.pacproject.com

ACTEGA 
Er höh te Produk -
tionskapazität

Actega, Hersteller von
Druckfarben, La cken,
Kleb stoffen und Dich -
tungs mas sen für die Ver -
packungs- und Druckin -
dus trie, baut seine Ferti-
gungs kapazitäten für
Was ser basierte und UV
Überdrucklacke deutlich
aus. So steigt die welt wei -
te Produktionsleistung auf
mehr als 150.000 Tonnen
pro Jahr. Zum einen wur -
den rund 2Mio. € in
einen neuen integrierten
Standort in Brasilien inves -
tiert. «Zukünftig sollen
hier auf einer Fläche von
12.000Quadratmetern
180Mitarbeiter forschen
und entwickeln sowie die
Produktion vorantreiben»,
erklärt Andrei Sotkevi cie -
ne, Managing Director bei
Actega in Brasilien. «Hier -
für wurde nicht nur ein
hochmodernes, 500Qua -
dratmeter grosses For -
schungslabor eingerichtet,
sondern wir haben auch
neue Anlagen für die Fer -
ti gung von Über druck la -
cken installiert». Zum an -
deren verzeichnet Actega
durch die Integration der
Schmid Rhyner AG eine
deutliche Steigerung der
Produktionskapazitäten
insbesondere von UV-La -
cken. Das Unternehmen
aus dem schweizerischen
Adliswil mit knapp 80
Mitarbeitern sowie einem
Umsatz von rund 50Mio.
€ ist auf Lösungen im Be -
reich der Druckverede -
lung und des Digitaldrucks
spezialisiert.
> www.actega.com




